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美国办理半导体设备进口报关诚信推荐
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CCP刻蚀机主要用于电介质材料的刻蚀工艺，如逻辑芯片工艺前段的栅侧墙和硬掩模刻蚀，中段
的接触孔刻蚀，后段的镶嵌式和铝垫刻蚀等，以及在3D闪存芯片工艺(以氮化硅/氧化硅结构为
例)中的深槽、深孔和连线接触孔的刻蚀等。ICP刻蚀机主要用于硅刻蚀和金属刻蚀，包括对硅浅沟
槽(STI)、锗(Ge)、多晶硅栅结构、金属栅结构、应变硅(Strained-Si)、金属导线、金属焊垫(Pad)、镶
嵌式刻蚀金属硬掩模和多重成像(MultiplePatteming)技术中的多道工序的刻蚀等。另外，随着三
维集成电路(3DIC)、CMOS图像传感器(CIS)和微机电系统(MEMS)的兴起，以及硅通孔(TSV)、大尺
寸斜孔槽和不同形貌的深硅刻蚀应用的快速增加，多个厂商推出了专为这些应用而开发的刻蚀设
备。随着工艺要求的专门化、精细化，刻蚀设备的多样化，以及新型材料的应用，上述分类方法
已变得越来越模糊。除了集成电路制造领域，等离子体刻蚀还被用于LED、MEMS及光通信等领域。
、刻蚀机行业发展趋势及竞争格局随着芯片集成度的不断提高，生产工艺越来越复杂，刻蚀在整
个生产流程中的比重也呈上升趋势。因此，刻蚀机支出在生产线设备总支出中的比重也在增加。
而刻蚀机按刻蚀材料细分后的增长速度。 进口半导体设备报关流程、报关CCIC注意问题、打包
搬迁怎么安排。美国办理半导体设备进口报关诚信推荐

化学机械抛光设备:全球CMP设备市场规模约，所需要用到的设备与耗材包括CMP设备、研浆、抛
光垫、后CMP清洗设备、抛光终点检测及工艺控制设备、研浆分布系统、废物处理和测量设备等。
其中，耗材主要为抛光浆料与抛光垫。市场规模:通常，化学机械抛光设备占晶圆加工设备投资额
约4%。2018年，全球化学机械抛光设备市场规模，其中，中国市场占比25%位居第二。竞争格局:
全球化学机械抛光设备市场呈现寡头垄断竞争格局，供应方主要为美国应用材
料(AppliedMaterials)与日本荏原(Ebara)，其2017年全球市占率分别为、。行业呈现高度集中主要
由于过去20年间企业间并购频率较高。相较于AMAT，荏原在亚洲市场更具备竞争优势，份额也相
对更高。国内方面，供应商主要有2家，分别为华海清科与中电科45所。其中，中电科45所:2017
年公司具备完全自主知识产权的200mm化学机械抛光设备完成所内测试送至中芯国际天津验证，
其为国产CMP设备进入集成电路大生产线;2018年，通过一年生产线工艺验证，设备通过中芯国际
天津验证。华海清科:2018年，继在中芯国际顺利完成IMD/ILD/STI工艺产品批量生产后,公
司Cu&SiCMP设备进入上海华力。 中国台湾专业半导体设备进口报关公司半导体是指在某些条件
下导电某些条件下不导电的一类材料，常用“半导体”一词来泛指半导体电子元器件。

至纯科技:国内高纯工艺，半导体清洗设备值得期待至纯科技是国内高纯工艺，于2000年在上海成
立。2005年以前，公司主要以工程分包为主，客户较为分散。2005年至2008年，公司在高纯度工
艺系统方面有了一定优势，主要客户是一些医药和光伏公司。2008年至2011年，公司加大研发的
投入，将公司的技术与工艺提升至水平。2011年至今，公司形成了多元化的客户结构，并大力发
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展半导体业务。2017年8月，公司收购珐成制药，增强了公司医药设备制造能力。2018年3月，公
司收购了上海波汇100%的股权，拓展了光传感系统和光电元气件的相关相关业务，有利于公司的
发展，提高了公司产品竞争力。、精测电子:国内面板测试设备，向IC检测设备延伸精测电子是检
测设备领域的企业，成立于2006年4月，总部位于武汉。公司于2016年在深交所IPO上市。公司主
营业务集中于检测设备这一细分领域，是显示屏领域的稀缺标的。公司主营产品包括模组检测系
统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统、TouchPanel检测系统和平板显示自动化设
备。、长川科技:国内测试设备，内生外延成长可期、晶盛机电:国内单晶炉。

获取报告请登录未来智库。，MOCVD实现国产替代公司深耕刻蚀设备，技术比肩国际巨头。中微公
司成立于2004年，前身为中微有限。公司主营业务为半导体等离子刻蚀设备（Etch）和用于LED的
金属气相沉积设备（MOCVD），刻蚀设备方面，公司自成立以来便着手开发等离子刻蚀设备，目前
已涵盖CCP、ICP和深硅刻蚀三大领域，刻蚀设备已在海内外前列客户芯片生产线进行65纳米到5纳
米工艺的芯片加工制造。由于公司开发出与美国设备公司具有同等质量和相当数量的等离子体刻
蚀设备并实现量产，美国商务部在2015年宣布解除了对我国等离子体刻蚀设备多年的出口管
制。CCP刻蚀设备：自成立伊始公司就着手开发甚高频去耦合等离子体刻蚀设备PrimoD-RIE（CCP
刻蚀设备），到目前为止已成功开发了双反应台PrimoD-RIE、双反应台PrimoAD-RIE和单反应
台PrimoSSCAD-RIE三代刻蚀设备，以及用于存储芯片的PrimoHD-RIE，涵盖65-5纳米微观器件的
众多刻蚀应用。ICP刻蚀设备：2012年公司开发电感性等离子体刻蚀设备（ICP刻蚀设备），2018年
发布代电感耦合等离子体刻蚀设备Primonanova，该设备不仅能够用于多种导体刻蚀工艺，比如浅
沟槽隔离刻蚀（STI）、多晶硅栅极刻蚀；同时可用于介质刻蚀，如间隙壁刻蚀。 等离子刻蚀机清关
代理公司、涂胶显影机报关公司、切割机进口清关公司。

中国:2018年我国半导体设备行业销售规模约为。根据中国电子设备工业协会的统计口径，2018年
我国半导体设备行业实现销售收入，同比增长。其中，光伏设备、集成电路设备、LED设备分别实
现收入、，，较上年同期增长、、。光伏设备行业收入占比比较高。2018年，集成电路设备、光
伏设备、LED设备分别占我国半导体设备行业收入总额约42%、36%、20%。收入占比趋势方面，集
成电路设备行业一改自2016年以来占比下降的趋势，2018年收入占比回升至，较上年同期提升。
出货值逐年攀升，与收入增速基本同步。2018年，我国半导体设备行业实现出货值，同比增长，
增速快于同期国内市场销售收入。回溯过去4年我国半导体设备行业规模扩张步伐，国内市场销售
收入与出货值年均增速分别为、，基本为同幅度变动。国内半导体设备行业三强分别为北方华创、
晶盛机电、中微半导体。根据中国电子设备工业协会的统计口径，半导体设备行业供应商中:规模
化效应有望在企业逐年展现:北方华创、晶盛机电收入体量相当，2018年销售额均突破20亿元。随
着收入规模的扩大，预计后期净利润增速将超越收入，有望迎来加速成长期。企业收入均呈现正
增长:2018年行业大供应商收入增速虽有分化，整体看均呈现扩张态势。 光刻机进口清关公司、
刻蚀机进口清关公司、晶圆封装设备进口清关公司。郑州办理半导体设备进口报关放心省心

半导体集成封装机电设备进口报关运输服务。美国办理半导体设备进口报关诚信推荐

    硅晶圆包括抛光片/退火片/外延片/节隔离片/绝缘体上硅片。其中:抛光片用量比较大，
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为其他硅片产品二次加工的基础材料。?外延生长具有单晶薄膜的衬底晶片称为外延片。抛光片用
氢气/氩气通过加热处理后结晶品质进一步提升称为退火片。绝缘体上硅指某绝缘衬底上再形成一
层单晶硅薄膜或单晶硅薄膜被某绝缘层(如SiO2)从支撑的硅衬底中分开，即实现制造器件的薄膜
材料与衬底材料完全分离。2、硅应用:电子级多晶硅应用于集成电路产业多晶硅材料根据纯度的
不同，分为电子级多晶硅、太阳能电池级多晶硅、冶金级多晶硅。其中，电子级多晶硅的纯度要
求为99.%(11个9)、太阳能电池级多晶硅要求为(6个9)，划分电子级太阳能级多晶硅与否的标准为
硼与磷杂质的含量。电子级多晶硅主要应用于芯片制造以及可控硅等。应用方面，冶金级多晶硅
用于制取高纯多晶硅;太阳能电池级多晶硅应用于光伏产业，消耗量占多晶硅总量约95%以上。电
子级多晶硅应用于集成电路产业，下游覆盖计算机、通信、汽车电子、物联网、消费电子等，为
电子设备的构成。单晶硅生长方包括直拉法与区熔法。晶体生长指将多晶块转变为单晶，并给予
正确的定向与适量的N型/P型掺杂。直拉法:单晶硅生长的主要方法。 美国办理半导体设备进口
报关诚信推荐

我们的愿景：开创中国进口物流品牌。公司精神：万享供应链（无尽分享）——万众一心，享誉
未来。我们的价值观：用人才整合资源，为客户设计价值。上善若水比较高的善像水一样，“甘
居下”，“利他”，“润泽万物”，水正是依靠这些大德，才**终赢得世人的称颂和景仰。同时，
也使自己得以在坎坷和波折中得到延续。万享专注进口，整合进口物流，报检报关，资金流，信
息流，用人才整合资源为客户提供进口门到门的专业物流、报关、贸易代理服务。专注专业精神，
专注于进口创新理念，用心打造全球进口门到门服务。进口报关疑难杂症，24小时热线，欢迎来
电咨询！


